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先進微系統與構裝技術聯盟(AMPA)會議 
邀請函
聯盟先進：

您好！AMPA聯盟預定於2020年12月23日舉辦今年度聯盟會議，此次之主題為從5G元年看半導體產業之發展趨勢與機會，邀請國內相關廠商如聯發科、穩懋、辰隆與啟碁等，從5G發展趨勢、材料市場、零組件、模組與系統等不同面向之分享，讓會員先進瞭解5G技術發展對半導體產業之影響以及未來應用趨勢，期能藉此活動促成會員先進間之技術交流與上下游廠商間的合作計畫，在此誠摯敬邀您撥冗參加此盛會。
主    題：從5G元年看半導體產業之發展趨勢與機會
主辦單位：工研院電光系統所先進微系統與構裝技術聯盟(AMPA) 

協辦單位：PESC電力電子系統研發聯盟 

時    間：109年12月23日(星期三) 

地    點：新竹國賓大飯店11樓竹萱廳 (新竹市中華路二段188號)
會議議程：
	時  間 
	研  討  主  題
	主  講  人

	09:00~09:30
	Registration

	09:30~09:40
	致歡迎詞
	駱韋仲 副所長/EOSL

	09:40~10:20
	Compound Semiconductor Opportunities and Challenges in 5G+ era
	黃智文 資深協理/穩懋

	10:20~10:50
	Break

	10:50~11:30
	Cellular and Satellite Networks Integration for Beyond 5G and Onward
	傅宜康 處長/聯發科

	11:30~12:10
	5G專頻專網 智慧物聯登場
	婁道生 總經理/辰隆

	12:10~13:40
	午餐與交流

	13:40~14:20
	5G概論與應用趨勢
	沈里正 處長/啟碁

	14:20~14:50
	Break

	14:50~15:30
	通訊用熱管理材料產業發展趨勢
	張致吉 經理/ ISTI

	15:30~16:00
	綜合討論


聯絡窗口：工研院電光所/蔡崇彬 先生 TEL: 03-5917408  FAX: 03-5820374
參加對象：凡加入「先進微系統與構裝技術聯盟」之會員皆可派兩人參加。

費    用：會員免費- 限會員報名參加。  

主辦單位：工研院電光所/先進微系統與構裝技術聯盟

協辦單位：PESC電力電子系統研發聯盟  
報    名：請填妥報名表並於12月21日中午12點前email 或是傳真至報名處
報 名 處：工研院電光系統所/蔡崇彬 先生mail：alantsai@itri.org.tw
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先進微系統與構裝技術聯盟會議
報　名　表
	公司

名稱
	
	聯絡人:

部  門:
	電話:　　　  　分機

	
	
	
	傳真:

	
	
	
	

	姓　名
	部　門
	職　稱
	電　話
	E-Mail Address
	素食
素食

	
	
	
	電話:　　　　　　分機
	
	□ 是

	
	
	
	傳真：
	
	□ 否

	
	
	
	電話:　　　　　　分機
	
	□ 是

	
	
	
	傳真：
	
	□ 否


先進微系統與構裝技術聯盟會員名錄

	公司
	聯絡人
	職稱
	公司
	聯絡人
	職稱
	公司
	聯絡人
	職稱

	矽格
	龐思全
	經理
	華通電腦
	林志謙
	經理
	萬訊國際
	徐振傑
	副總

	清華大學
	江國寧
	教授
	台燿科技
	劉淑芬
	處長
	長春人造樹脂
	杜安邦
	副廠長

	聯華電子
	嚴文君
	小姐
	旺矽科技
	賴建彰
	經理
	華東科技
	簡素貞 
	小姐

	先豐通訊
	李建成
	副總
	矽品精密
	馬伯豪
	副理
	同欣電子
	林靜珠
	小姐

	港商布魯爾
	李佳信
	副處長
	台積電
	瞿宗耀
	經理
	華邦電子
	邱濱棋
	經理

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



